


证券代码：688584                                  证券简称：上海合晶   
上海合晶硅材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                    编号：2025-002
	投资者关系活动类别

	特定对象调研    □分析师会议
□媒体采访         □业绩说明会
□新闻发布会       路演活动
□现场参观         □电话会议
□其他

	会议主题
	上海合晶半年报业绩交流

	参与单位名称
	富国基金、信达澳亚基金、中信证券

	时间
	2025年9月3日

	地点
	上海/深圳

	上市公司接待
人员姓名
	执行董事、总经理 陈建纲
董事会秘书 庄子祊
财务总监 方时彬
IR 黄倩

	投资者关系活动主要内容
介绍

	一、2025年上半年业绩情况
2025年上半年，公司实现营业收入6.25亿元，较上年同期的5.42亿元增长15.26%；实现归属于上市公司股东的净利润5,971.12万元，较上年同期的4,820.95万元增长23.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,918.25万元，较上年同期的4,163.28万元增长42.15%。
分季度来看，公司2025年第二季度营业收入3.45亿元，相比第一季度的2.8亿元，环比增长23.13%；2025年第二季度归属于上市公司股东的净利润为4,050.36万元，相比第一季度的1,920.76万元，环比增长110.87%，公司经营业绩大幅改善；2025年第二季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,366.44万元，相比第一季度的1,551.81万元，环比增长181.38%。
二、问答环节
问题1：公司的产能布局及规划是什么？
答复：上海晶盟负责6、8与12英寸外延，以8英寸外延为主；郑州合晶负责8英寸与12英寸的长晶、切磨、抛，同时二期加速推进12英寸扩产，并拓展到外延工序；扬州合晶则是生产6英寸和8英寸的晶棒。
公司短期目标是到明年底12英寸月产能达到10万片，4万片POWER功率器件用外延片，6万片CIS模拟芯片用外延片。同时，公司正在进行28nm逻辑用P/P-外延片的研发送样，未来有规划10万片P/P-外延片量产。（1）子公司上海晶盟的12英寸外延片产能目前4万片，主要用在POWER功率器件；（2）预计郑州二期新增6万片12英寸外延片，主要用在CIS模拟芯片，今年年底小部分量产，明年一季度、二季度逐步增加，明年年底全部落实。公司长远规划还有郑州三期，主要做P/P-外延片。
问题2：公司的建厂策略和风险管控策略是什么？
答复：和国内同业不同，上海合晶采取稳健经营，分步建设策略。公司采用迭代发展的模式，从4英寸到6英寸、8英寸再到12英寸，从POWER功率器件用到CIS模拟芯片用到P/P-逻辑芯片用硅片，分期逐步扩大产能。这种分步建设的策略避免了重资本投入带来的风险，同时有利于经验的积累和技术的提升。
基于此，减轻了财务负担。目前上海晶盟8英寸折旧基本完成，郑州合晶一期预计到2028年始折旧大幅降低减轻成本压力。
问题3：公司有哪些差异化竞争优势？
[bookmark: _GoBack]答复：产品差异化优势：（1）公司通过重点推进8英寸超（极）重掺长晶研发、8英寸多层梯度外延工艺研发、8英寸超阻值均匀性超厚外延工艺研发等项目，目标成为标杆。（2）在12英寸领域，上海合晶是全世界最早一批进入POWER功率器件领域的，将聚焦高端POWER功率器件领域。同时借助POWER功率器件和国际大厂的合作经验加速导入高端CIS模拟芯片领域，希望应用于5000万像素的手机用CIS模拟芯片和车规级CIS模拟芯片。
客户资源优势：公司向全球前十大晶圆代工厂中的7家以及全球前10大功率器件IDM厂中的6家公司供货，如华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、安森美等。
问题4：公司后面会有融资的考虑吗？
答复：现有资金安排：（1）到明年年底要投的郑州二期部分资金已经安排到位，确保了项目的顺利推进；（2）目前资金来源包括去年上市募集资金、国开行联贷、短期流贷以及政府补贴等，多种渠道的资金保障了公司的资金需求。
未来融资规划：持续评估未来融资方案，根据公司资金需求和市场情况，选择合适的融资方式和时机；明年公司的重心是郑州二期项目，待二期产能释放后，再评估三期项目的融资需求。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	不涉及。

	附件清单（如有）
	无






